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编者按：

美国《芯片与科学法》强化了美国构

建半导体国际供应链的筹码，将影响

全球半导体产业格局，推动中美科技

竞争迈向新的阶段。但该法的后续落

实仍存在局限。

美国《芯⽚与科学法》的签署，标志这

⼀通过为半导体产业提供联邦补贴增强

美国竞争⼒的法案正式⽣效。该法不仅

消除了国际半导体⼚商在美国本⼟投资

扩产的顾虑，也强化了美国构建半导体

国际供应链的筹码，将推动中美科技竞

争迈向新的阶段。

⼀、成法过程

《芯⽚与科学法》⽴法过程超过⼀年，

⼏经修改和⼤幅变动，体现出美国两

党、利益集团的复杂博弈过程。

其最早源于2021年4⽉20⽇参议院多数

党领袖、⺠主党⼈舒默与共和党参议员

托德 ·杨共同提出的“⽆尽前沿法案”。5

⽉18⽇，舒默推出“美国创新与竞争法

案”，⽤以取代“⽆尽前沿法案”。内容

包括“芯⽚和开放式⽆线电接⼊⽹（O-

RAN）5G紧急拨款”“⽆尽前沿法案”

“2021年战略竞争法案”“国家安全与政

府事务委员会的规定”“应对中国的挑战

法案”六⼤部分，增加了拨款527亿美元

提升美国国内半导体制造产业等内容。

6⽉8⽇，参议院通过该法案。

但众议院并未采纳参议院版本，⽽是⾃

⾏推出了替代性法案。2021年7⽉15

⽇，众议院外交事务委员会投票通过了

“确保美国全球领导地位与接触法案”，

即“鹰法案”。并以此为蓝本扩充形成

“2022年美国竞争法案”，加⼊了半导体

产业补贴内容。2022年2⽉4⽇众议院

通过了该法案。3⽉28⽇，参议院通过

了参议院版本的“美国竞争法案”。

2022年7⽉，在多⽅游说下，两院协调

委员会最终决定优先通过“美国竞争法

案”中涉及半导体产业激励和加⼤基础

科研投资意向的内容，并将其命名为

“芯⽚与科学法案”，包括“⽆尽前沿法

案”“芯⽚和开放式⽆线电接⼊⽹（O-

RAN）5G紧急拨款”和《2021国防授权

法》中半导体领域授权拨款的核⼼内

容。7⽉底，法案分获参众两院通过。

8⽉9⽇，拜登签署该法案并使之⽣

效。

⼆、两党共识与分歧

在确保美国科技领先地位、实现半导体

供应链可靠、与中国竞争三个基本⽬标

上，两党具有较⾼共识。从法案成法过
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和党精英层更关注法案的监督、落实，

希望突出法案的战略性，借助法案改⾰

美国国家创新体系。

三是⺠主党建制派与进步派之间的分

歧。《芯⽚与科学法》成为⺠主党推进

其执政理念的重要机遇，也引发了党内

对政治利益的争夺。该法最终将与基础

科学研究相关的内容纳⼊其中，部分满

⾜了进步派在⽓候变化、种族公正、贸

易政策等议题上的诉求。

三、核⼼内容及其经济成本

《芯⽚与科学法》的主要拨款分为半导

体、科学研究两个部分，前者527亿美

元的拨款已经兑现，⽽后者2000亿美

元为计划拨款，并未落实资⾦保障。据

美国“国会预算办公室”测算，半导体领

域拨款将在未来五年内增加480亿美元

财政⾚字，到2031年⾚字将增加790亿

美元。该办公室预计美国将延⻓激励措

施和税收抵扣的⽣效时间⾄少5年，以

确保这⼀计划获得成功。

能源科学领域。该法将在2023财年为

能源部科学办公室拨款89亿美元，到

2027财年增⾄109亿美元，拨款总额达

到503亿美元。相关资⾦将投向下⼀代

储能、光伏、氢能源、关键材料、核聚

变能源、⾼能激光、碳采集和⽣物能源

程看，两党在通过产业补贴⽅式促进美

国半导体产业链投资上⼀直具有⾼度⼀

致。该法罕⻅地得到17名共和党参议员

和24名共和党众议员⽀持，成为近年来

最能体现两党共识的法案之⼀。

两党分歧则主要体现在三个层⾯。⼀是

两党建制派与⺠粹派之间的分歧。参众

两院⽀持特朗普的共和党保守势⼒既

“逢拜必反”，阻挠⺠主党推进任何议

程，也反对法案中“弱化”涉华因素，要

求将更多反华条款加⼊该法案，并最终

投下反对票。其或将阻挠法案的后续实

施。

⼆是⺠主党建制派与共和党建制派之间

的分歧。主要体现在两院不同版本的

“美国竞争法案”之中。参议院版本更体

现两党精英层的共同⽬标，⽽众议院版

本更体现⺠主党精英层的优先选项。⺠

主党精英层更希望法案对半导体产业的

覆盖范围扩⼤，基础科学领域的资⾦投

向能源技术和技术标准研发之上。⽽共

图片来自网络
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科学参与⽅⾯。该法要求重新评估美国

联邦奖学⾦，重点⽀持STEM领域⼈才

培养，加⼤美国基础教育、社区⼤学中

的STEM教育，增强美国科研安全领域

的政策评估和公众教育。

半导体产业是该法的核⼼内容。该法将

在5年内提供527亿美元的紧急补充拨

款，⽤于实施商务部的半导体计划。其

中，390亿美元将在5年内⽤于提供财

政援助，以扩⼤或现代化美国本⼟半导

体制造能⼒。该法将为半导体制造提供

25%的税收抵扣，覆盖2022年12⽉31⽇

完⼯到2027年1⽉1⽇启动的项⽬。该法

将在5年内拨款110亿美元，⽤于⽀持半

导体研发和劳动⼒发展计划。该法将为

“公共⽆线供应链创新基⾦”拨款15亿美

元，促进美国5G及下⼀代⽆线通信技

术推⼴。

太空科技⽅⾯。该法要求美国太空总署

（NSA）推进⽉球开发项⽬，并设⽴

“⽉球到⽕星办公室”。

技术等领域，重点促进美国能源转型和

应对⽓候变化。该法在能源部下新设能

源安全和创新基⾦会，计划授权为该基

⾦会在未来5年提供176亿美元⽀持，改

善美国美国国家实验室及院校的科研基

础条件。

技术标准⽅⾯。美国“国家标准技术研

究所”（NIST）的拨款将在2023财年增

加40%，5年内新增拨款为96.8亿美

元。这些资⾦将有助于推进重要基础科

学研究并⽀持未来⾏业标准开发，包括

量⼦信息科学、⼈⼯智能、⽹络安全、

隐私、⼯程⽣物学、先进通信技术、半

导体等。

未来科学基础⽅⾯。该法将⼤幅增加国

家科学基⾦会（NSF）的拨款规模，改

⾰该机构运⾏机制。该法授权在未来5

年向美国科学基⾦会拨款810亿美元；

为商务部下属的20个“区域技术和创新

中⼼”拨款100亿美元；在贫困地区建⽴

“重点试点项⽬”；新设⽴的技术、创新

和伙伴关系理事会（TIP）将在5年内

获得112亿美元拨款。

⽣物经济⽅⾯。该法要求美国政府创设

多个⽣物领域的战略规划和监督机制，

包括“国家⽣物⼯程研究与发展倡议”；

在⽩宫“科学和技术政策办公室”中增设

关于⽣物经济的跨部⻔协调机制；成⽴

独⽴运⾏的“国家⽣物⼯程研究与发展

倡议咨询委员会”；对⽣物技术和⽣物

经济进⾏年度评估。

图片来自网络
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⼈员的资⾦⽀持。解读：该条款是美国

迄今最明确的“⼆选⼀”要求，⾼度针对

中国的海外⼈才引进⼯作，也将对其他

国家的海外⼈才引进活动带来影响。

四、关键条款分析

除上述主要内容外，《芯⽚与科学法》

也包含⼀些值得关注的条款：

⼀是所谓“护栏”条款。该法“禁⽌接受

美国联邦补助的企业在对美国构成国家

安全威胁的特定国家扩⼤或建设先进半

导体的新制造能⼒”，“商务部⻓将在国

防部⻓和国家情报总监的协调下，持续

调整出⼝管制条例及管制技术类别”。

解读：该条款虽未明确指定中国，但显

然中国是该条款主要针对对象。该法限

制接受补助的企业在“特定国家”兴建28

纳⽶以下级半导体产能，转移由美国商

务部、国防部、国家情报总监制定的任

何特定技术、材料或设备。这意味着美

国进⼀步收紧了半导体相关技术出⼝的

权限，并可能将出⼝管制扩⼤⾄更⼴泛

的信息科技领域。近期，美国收紧对华

半导体制造设备、⼯业设计软件、第三

代半导体材料出⼝管制即体现出这⼀趋

势。第三代半导体相关技术可能成为美

下阶段对华封锁的重点对象。

⼆是所谓“排除中国资⾦”条款。该法将

限制⽀持“孔⼦学院”的美国科研机构获

取NSF、国防部、商务部等政府机构的

研究资⾦。该法指⽰科学和技术政策办

公室（OSTP）发布指导意⻅，禁⽌机

构⼈员参加“外国⼈才招募计划”，并就

哪些活动被视为此类计划向研究界提供

补充说明，并视情况减少或终⽌对参与

三是“研究安全”条款。该法要求在NSF

内增设研究安全主任职位，管理研究安

全和政策办公室。该办公室将与包括情

报、执法机构在内联邦机构协调，查明

和处理潜在安全⻛险，制定研究安全政

策。研究安全主任将有权对违反相关法

律、规定的联邦⽀持研究⼈员进⾏惩

戒，对申请⼈进⾏预防性⻛险评估，奖

励对于不当⾏为的举报。该法将要求

NSF设⽴研究安全威胁共享系统，加强

对于访问科研数据的背景审查。解读：

此前，美国在《2021国防授权法》中已

加⼊部分针对中国的“研究安全”条款。

但《芯⽚与科学法》的规定更加具体，

更具可操作性，形成了美国应对“研究

安全”的整套决策和实施机制。该条款

将进⼀步强化美国国家创新体系的内部

封闭，影响中美在科学领域的正常交

图片来自网络
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聚变概念设计和技术路线图。该条款与

美国“曼哈顿计划”中的两条核武研制路

线类似。（2）要求建⽴“⽣物威胁防御

研究倡议”的⼀个跨部⻔的研究倡议，

协助预防、准备、预测和应对⾃然和⼈

为的⽣物威胁。（3）授权扩⼤NIST的

温室⽓体测量计划，建设⼀个温室⽓体

⽓体测量、标准和信息中⼼。美有意抢

夺在温室⽓体排放标准上的主动权。

（4）指⽰太空总署（NASA）就美国

太空的劳动⼒和⺠⽤⼯业基础提交⼀份

全⾯审查报告。美国将供应链安全审查

扩⼤⾄除国防军⼯、医疗卫⽣以外的更

⼤领域，或推动更多产业回流。（5）

要求科学和技术政策办公室（OSTP）

中增设区块链和加密货币咨询专家职

位，就区块链和加密货币有关的事项向

总统提出建议。

流，也将对部分中国在美留学⽣继续科

研⼯作带来消极影响。

四是“推进美国科技战略”条款。该法决

定在NSF下设技术、创新和伙伴关系理

事会，赋予该理事会“加速技术应⽤和

转化”“发展关键技术”“加快重⼤科研项

⽬进度”“扩⼤科研⼈员参与”的职责。

该理事会将⼀并考虑技术的“国家竞争

⼒”和“地缘政治”因素。该法要求科学

和技术政策办公室（OSTP）制定并向

国会提交⼀项为期4年、主要侧重于经

济安全的综合性“国家科学技术战略”，

要求科技战略与国家安全战略、国防战

略等相关战略保持⼀致。该法要求科学

和技术政策办公室（OSTP）发布《四

年科学和技术评估》，对美国科技产业

进⾏全⾯审查。两项要求在该法颁布⼗

年后终⽌。解读：设⽴“技术理事会”和

发布“国家科学技术战略”体现出《芯⽚

与科学法》的战略性⽬标。两项要求进

⼀步明确了科技在美国国家安全中的战

略性地位，强化了美国政府的科技战略

规划职责，完善了科技政策决策机制。

科学和技术政策办公室（OSTP）⾄此

正式成为美国科技领域的“国安会”，地

位显著上升。“技术理事会”成为美国的

“科技战略部”，具有具体落实政府科技

战略的职责，对科研机构有⼀定管理职

权。两者推进美国在科技领域加快“全

政府”“全社会”动员。

其他值得关注的条款还包括：（1）授

权成⽴⾄少两个国家⼩组推动试验性核

五、背后的利益集团

《芯⽚与科学法》最终得到跨党派⽀

持，与美国诸多利益集团在背后⼒推密

切相关。据报道，该法在2022年4⽉进

⼊两党协调后陷⼊僵局，但是，美国

100多家知名企业联合施压，要求加速

通过其中涉及半导体补贴的内容。美国

半导体产业、美国制造业和美国科技产

业是受益该法案最为明显的利益集团。

半导体产业⽅⾯，⽩宫预计该法将在全
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特、通⽤等制造业⼚商决定进军芯⽚产

业，将从该法中直接获益。

科技企业⽅⾯，⾕歌、亚⻢逊、微软为

此展开积极游说。美国科技企业更关⼼

《芯⽚与科学法》中的科学研发部分。

这些企业希望美国将更多公共资源投向

基础研发，扩充美国国内的STEM劳动

⼒，增强美国整体科技实⼒的国际竞争

⼒。⾕歌前董事⻓施密特⻓期致⼒于推

进美国科技创新的“国家战略化”，其诉

求在该法中得以实现。

同时，⼀些美国知名企业在《芯⽚与科

学法》的游说中缺席。其中，AMD、

英伟达、⾼通三家企业曾试图阻⽌该法

案通过，认为其产业补贴条件严重偏袒

英特尔等企业。苹果、特斯拉等跨国公

司也刻意与游说集团保持距离。

国范围内带动“数千亿美元”半导体投

资。三星的德克萨斯州12⼨晶圆⼚计划

和英特尔在亚利桑那州的两座12⼨晶圆

⼚计分别将于2023、2024年投产，两

个项⽬将⾸先有资格得到税收抵扣和资

⾦⽀持。该法通过后，更多⼚商将解除

顾虑开始在美设⼚⽣产。该法所提供的

补贴能够对冲企业扩产带来的资⾦成本

和竞争成本，促进产业内部的并购和资

产运作。具有较强资本运作能⼒的美国

本⼟半导体⼚商将从中获取明显受益，

⽽该领域⼀些⼩微企业有可能被收购。

六、对全球半导体产业格局的影响

《芯⽚与科学法》开启了西⽅发达国家

补贴半导体产业的序幕。当前，欧盟

“芯⽚法案”正在审议过程中，预计将在

2023年上半年通过，将带来400多亿欧

元公共投资。⽇本“半导体⽀援法”则已

在今年3⽉实施。上述产业补贴在⼀定

程度上改变全球半导体产业的分布情

况。

⾸先，《芯⽚与科学法》并⾮产业政

图片来自网络

制造业⽅⾯，福特、惠普、通⽤等美国

制造业企业参与了对法案的最后游说。

对于美国制造业来说，《芯⽚与科学

法》是⼀份应对芯⽚供应链危机的额外

保险。2020年下半年，全球出现⼀轮

“芯⽚荒”，汽⻋、电器等传统制造业受

到此轮“芯⽚荒”的影响更为严重。危机

表明，芯⽚与传统制造业之间的关系正

变得更加紧密。美国制造业⼚商更加迫

切地需要稳定的半导体供应。此前，福
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计组织”统计，全球半导体产业从2000

年的2000亿美元上升⾄2021年的5500

亿美元。这⼀快速发展过程与智能⼿

机、数码产品、电动汽⻋等产业的快速

发展密切相关。信息科技产品的多样化

促进了半导体的多样化需求，促进了全

球半导体产业的国际分⼯和产业结构演

化。上世纪90年代⽇本半导体产业的

衰落既与美国打压有关，但更多由于⽇

本企业创新能⼒僵化，⽆法适应个⼈电

脑等信息科技产品普及化的技术研发和

应⽤需求。2010年前后，美国半导体产

业开始加速向东亚转移，三星、台积

电、⾼通、英伟达等成为此轮产业⾰命

的主要赢家，⽽美国本⼟“全产业链”的

英特尔、德州仪器则发展减缓，苹果、

⾼通等“研发与制造”分离的⼚商异军突

起。在智能⼿机、智能设备、电动汽⻋

等新⼀代数码设备的快速发展的驱动

下，半导体企业需要满⾜更为多样化的

芯⽚设计需求，在技术快速迭代条件下

实现⼤规模交付。采取“研发与制造”分

离的模式更容易满⾜市场需求。近期，

美国芯⽚⼚商AMD的市值超过了英特

策，更关注“产能本⼟化”⽽⾮“技术升

级”。该法基本遵循“技术中⽴”原则，

缺乏产业规划和技术⽬标，不同于产业

政策，更接近于指向性的产业补贴。各

类技术⽔平的半导体企业只要满⾜其中

“本⼟化”标准，均能获得相同待遇。这

⼀做法与美国在上世纪80年代推动的

“半导体制造技术联盟”

（SEMATECH）有显著差异。后者带

有更强的产业政策特征，具有明确的技

术升级⽬标，且受到政府的定期审查监

督。

其次，《芯⽚与科学法》将带动美国半

导体产业的“完整化”，也将加剧其内部

竞争。据“波⼠顿咨询集团”2021年4⽉

发布的“全球半导体价值链报告”，美国

在芯⽚研发、设计和设备中占据全球半

导体价值链⼤头，在存储芯⽚、晶圆

⼚、封装、封测、原材料领域，中国和

东亚其他国家占据主要市场。《芯⽚与

科学法》将显著带动封装、晶圆⼚、封

测、原材料等产业链下游向美国回流，

形成美国、东亚的全球半导体“双中⼼”

格局。但是，“本⼟化”很可能限制美国

企业的竞争策略选择，加剧其“⻢太效

应”。中⼩型半导体企业难以享受产业

激励，其市场可能被⼤型企业挤占，部

分产业链可能在并购过程中外流。

最后，全球半导体产业格局⾛向根本取

决于业态发展趋势。半导体产业的快速

发展与信息科技产业⾰命密切相关，两

者互为促进。根据“世界半导体贸易统

图片来自网络
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第⼀，《芯⽚与科学法》扩⼤了中美科

技“脱钩”的潜在领域。FIRRMA设置了

单向阀⻔，阻断了中国企业通过资本运

作⽅式获取美国先进技术资产的渠道。

ECRA强化了美国在前沿技术上的出⼝

管制，带来了中美在前沿科技上的“脱

钩”。《芯⽚与科学法》所设置的“护

栏”和“研究安全”条款则将开启中美在

关键科技产业和科研交流领域的“脱钩”

趋势。与FIRRMA和ECRA类似，《芯

⽚与科学法》也强调单向限制，即提⾼

了美国半导体产业向中国转移技术、产

能的⻔槛，⼲扰美国科学家在华科研合

作。这种“单向设限”的⽅式已经成为美

国政府推动中美科技“脱钩”的主要⽅

式，其实质是不断减少中美在科技领域

的共同利益和合作关系，逼迫两国企

业、资本和科技⼈才选边。

第⼆，《芯⽚与科学法》将明确中美在

科技领域的战略竞争形态。2018年以

来，两国学界曾⽤“脱钩”“科技冷战”“规

锁”“⼩院⾼墙”“科技分叉”等概念定义中

美科技关系。与此同时，美国政府和战

略界⼀直强调中美科技的“战略竞争属

性”，即科技是中美战略竞争中的关键

⼀环，将决定着战略竞争的胜负⾛向。

《芯⽚与科学法》从战略规划和决策机

制上强化了美国的战略准备，如通过设

置技术、创新和伙伴关系理事会加强科

学领域的“地缘政治”决策因素，通过

“国家科学技术战略”和《四年科学和技

术评估》推进科技与美国国家安全战

尔，更清晰体现出这⼀趋势。AMD与

英特尔的产品线类似，其技术⽔平⻓期

落后于后者，但AMD在2009年将晶圆

⼚拆分为格芯公司，⾛上了“研发与制

造”分离路线。

未来，技术和市场趋势仍将是影响全球

半导体产业格局的决定性因素，可能带

来两种情景。情景⼀：全球信息科技产

业⾰命仍快速发展，技术和产品迭代仍

保持较快速度。半导体企业依然将⾯临

“增量博弈”，即其创新能⼒需要不断满

⾜市场需求，不断通过国际分⼯降低技

术应⽤成本。善于国际分⼯，服务多个

市场，拥有较强供应链管理能⼒的企业

仍将具有优势，产业补贴并⾮此类企业

优先考虑的因素。情景⼆：全球信息科

技产业⾰命放缓，技术应⽤受限，半导

体出现市场饱和或过剩。在此情况下，

半导体企业的“选边”和“本⼟化”倾向即

会更加明显。

七、对中美科技关系的影响

作为2018年以来美国国会通过的⾸个重

⼤综合性科技⽴法，《芯⽚与科学法》

将与《外国投资⻛险评估现代化法

（FIRRMA）以及《2018年出⼝管制

改⾰法》（ECRA）构成中美科技竞争

的三⼤⽴法基础，加速中美科技领域战

略竞争态势的形成。
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后，美国可能在贸易领域对华发起新⼀

轮打压，对中国信息技术产品设置不公

正贸易壁垒。贸易战与科技战结合的产

业竞争将成为下阶段中美科技领域的突

出⻛险。

略、对外战略的统⼀，进⼀步提升科学

和技术政策办公室（OSTP）职能等。

这些变化将改变美国在科技领域政府介

⼊能⼒有限、缺乏战略规划的现状，使

美国从国家政府、企业界、社会层⾯来

全⾯考虑对华科技战略竞争，促成中美

在科技领域形成战略对垒、技术争先、

市场争夺的战略竞争态势。

第三，《芯⽚与科学法》将成为美国构

筑针对中国“科技及产业联盟”的重要筹

码。2022年5⽉，美国国务卿布林肯提

出了所谓“投资、联盟、竞争”的对华政

策新原则。《芯⽚与科学法》具有其中

“投资”和“竞争”的成分，也将促进美国

在半导体领域的拉帮结派。该法中授权

5亿美元⽤于半导体和⽆线通信领域的

“外交和公关活动”，将显著增加美国游

说⼒度。该法所提供的产业补贴向外国

企业开放，将确⽴半导体企业海外设⼚

限制、技术出⼝管制的范围和⽬标的裁

量权交由美国政府，将成为美国推动⽇

本、韩国及中国台湾地区参与“芯⽚四

⽅联盟”的重要筹码。

第四，《芯⽚与科学法》将开启中美科

技产业竞争的序幕。《芯⽚与科学法》

将中美在科技领域的竞争焦点从技术上

升到产业层⾯，半导体产业成为双⽅产

业交锋的⾸个战场。从⽇美半导体摩擦

过程看，美国⼀般会采取国内投资与贸

易壁垒并⽤的⽅式，避免与对⼿陷⼊

“补贴竞赛”。在实现部分产业链“回流”

⼋、前景及局限

《芯⽚与科学法》的后续落实还⾯临三

个主要局限：

⼀是该法所提出的半导体产业补贴⾯临

可持续性问题。在上世纪九⼗年代美国

推出的⼀系列半导体政策呈现效果递减

趋势，最终未能阻⽌产业再次外流。

《芯⽚与科学法》也可能存在类似情

况。补贴将改变美国国内半导体产业的

市场环境，让企业产⽣补贴依赖症，从

⽽削弱其国际竞争意愿。该法后续拨款

受到美国财政吃紧和政党轮替影响，有

可能突然中断。

图片来自网络
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左右，远未达到《芯⽚与科学法》所设

定的⽬标。美国实际投⼊或仅为⽬标⾦

额的⼀半以下。

三是该法仍⾯临被共和党极端派反扑的

政治⻛险。该法中强调科技创新、对部

分企业提供补贴等理念与共和党极端派

的反智、⺠粹化倾向相悖。未来，⼀旦

共和党极端派在选举中重新获得国会或

⾏政当局控制权，将有可能废除该法部

分内容。

⼆是该法所提出的巨额“科学投⼊”⼏乎

不可能完全兑现。《芯⽚与科学法》中

2000多亿美元的科学部分仅为意向拨

款，并⽆资⾦保障，需经由年度预算程

序实现。为满⾜财政纪律，国会需通过

提升预算⾚字、减少国防或⺠⽣领域预

算、增加税收三种⽅式为此筹措经费。

三种⽅式均将⾯临巨⼤政治阻⼒和利益

集团反对。从美国国会在2023财年预

算的初步动议看，国会在科学领域所⽀

持的预算增幅仅为拜登政府要求的50%
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